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瞄準5G狂潮！
仁寶與金屬中心簽署MOU 研發5G筆電機殼新材料
為迎合5G時代來臨，市場上陸續推出玻璃與陶瓷等材料的3C產品機殼，惟玻璃與陶瓷材料的易碎性常造成無法耐久使用，且維修後產生的電子零件廢棄物於環境影響甚大；反觀金屬混成材料因其輕量化與高強度的特性，而逐漸受到產業關注。在經濟部技術處的支持下，仁寶電腦公司將與金屬中心攜手合作，合夥研發5G筆電機殼新材料，以『金屬基混成材料應用於3C殼件』為主軸，聚焦在3C筆電產品上，並於今日(1/14)在金屬中心會議室共同簽署合作備忘錄，開啟雙方嶄新的合作模式。

仁寶電腦李盛宏資深副總經理指出，近年消費性電子產品(如：筆電機殼)除追求輕量化，對於製造端的製程環境友善、循環回收等議題也日漸重視，據國內大廠預測，未來手機、筆電機殼將走向高階金屬與混成材料發展，使得產品將具高耐衝擊、高強度韌性、高散熱性、可循環回收再利用等特性。5G時代下通訊技術架構極大轉變，在各國紛紛投入技術研發及創新應用之際，更期許仁寶能與金屬中心攜手強化5G通訊功能與可循環回收之混成材料結合的基礎，協助台灣在新科技領域中扮演突破與創新的先鋒者角色。
金屬中心林秋豐執行長表示，由於世界各國逐漸重視循環經濟、環保等議題，各國市場也紛紛推出電子產品環境影響評估工具EPEAT認證，驅使全球筆電產品逐步邁向減少使用環境敏感材料、思考產品生命終期設計與材料選擇等面向。因此仁寶與金屬中心合作研發金屬基混成材料規劃應用於筆電殼件產品，預期在保有金屬光澤的外觀質感下，不僅具輕量化、可循環等永續發展性，更能創造出5G潮流的獨特競爭力。
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圖一、仁寶電腦李盛宏資深副總經理(左)與金屬中心林秋豐執行長(右)簽署MOU，研發5G筆電機殼新材料。
[image: image3.jpg]o’
«
mX
e
Ik
N
oX
=
Wil
N
H
B

1 e

/

1—:‘% v?,E‘iiﬁm C o





圖二、仁寶電腦與金屬中心瞄準5G狂潮共同簽署MOU 研發5G筆電機殼新材料。
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圖三、仁寶電腦李盛宏資深副總(左二)帶領團隊參觀金屬中心鋁溫熱成形實驗室。


